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前言

　　本书是在2002年出版的普通高等教育“十五”国家级规划教材《电子系统集成设计技术》的基础
上，经过六年教学和科研实践后修编而成。
对于电子信息类本科生和研究生而言，为其在有限的学时内编写出一本好的教材难度很大，极具挑战
性。
由于以计算机的普及与发展为代表，电子信息类的相关知识更新速度太快，故本书在编写时特别注重
底层基础和共性的关键技术。
电子系统集成设计技术是一个正在不断发展完善的学科领域。
目前45nm、32nm、22nm的集成电路制造工艺技术正在逐渐成熟，IT产业正在进入纳电子时代；金属
铪栅经历了否定之否定，又开始试图取代硅栅；单芯片晶体管数目达到17亿个；主流CMOS工艺的芯
片可以工作在5-10GHz⋯⋯总之，高速度、高密度的系统集成芯片已是水到渠成。
这样，有些理论和技术问题更加突出。
例如，本书中对原有信号完整性内容的扩充，就反映了最近几年高速度、高密度的设计发展趋势。
　　本书借鉴国内外同类文献资料，吸纳参考文献中多所知名高校最新的教材和专著，将相关科研教
学成果糅为一个整体进行规划、编写。
以西安电子科技大学的教学实施为例，本书的课程总时数为46学时左右。
授课内容可以进行适当的取舍和添加，另外还需要安排一定的设计练习。
　　本书第1章概述电子系统集成设计技术；第2章介绍相关的IC版图设计、制造工艺和测试技术等；
第3章讨论ASIC晶体管级电路及版图设计技术；第4章阐述包括功能单元在内的电路级设计技术；第5
章简介FPGA芯片的有关内容；第6章论述VHDL语言的设计技术；第7章论述VerilogHDL语言的设计技
术；第8章探讨ASIC/SOC系统设计中各种前沿技术专题。
这里，特别需要说明的是，基于多方面的考虑，本书中相关元器件的电路符号及表示代号采用了国外
流行的表示方法，敬请广大读者谅解。
　　为了突出设计技术本身的固有内容，本书未将EDA软件应用的内容安排进来。
另外，由于在设计系统硬件电路时，编写高级设计语言代码常常需要迅速查阅各种语法规定，本书附
录1、附录2采用巴科斯范式（BNF）给出了最新的高级设计语言IEEE-1076-2002-VHDL
和IEEE-1364-2005-VerilogHDL标准句法汇总。
　　本书由西安电子科技大学李玉山教授担任主编并编写第1、4-8章及附录；来新泉教授编写第2、3
章。
　　本书写作过程得到了国家自然科学基金（No.60672027）、教育部博士点基金（No.20050701002）
的资助。
西安电子科技大学电路与系统等国家重点学科教师和研究生通力合作，使得本书顺利与读者见面。
参与本书编写以及为编写提供帮助的部分老师和博士生有杨刚、戴国定、李先锐、曹玉、刘洋、初秀
琴、张弘、张木水、许东来、董巧玲等，在此一并致谢！
在本书出版过程中，得到了西安电子科技大学研究生院和西安电子科技大学出版社的大力支持和帮助
，在此表示衷心的感谢！
　　真诚希望得到国内同行和读者的指正。
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内容概要

　　电子系统集成设计技术是一个不断发展的学科领域。
《电子系统集成设计导论》借鉴国外最新教材和相关研究成果文献资料，从电路与系统的角度深入介
绍电子系统集成设计技术。
　　《电子系统集成设计导论》首先对电子系统集成设计技术进展加以概述；进而介绍IC制造与测试
、ASIC晶体管级电路及版图设计、数字电路设计技术和可编程芯片设计开发；接下来深入论述硬件系
统设计高级语言的应用，包括VHDL和VerilogHDL的设计技术；最后讨论有关ASIC/SOC系统设计的各
种技术专题。
　　《电子系统集成设计导论》涉及电子系统集成设计的相关领域，可以作为电子信息工程、通信工
程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、自动化、电路与系统等学科学习电子设计技术的高年级本
科生、研究生教材和工程技术人员的自学参考书。
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